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Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie |lhr Produkt besser einsetzen
kénnen.

®

Ein VORSICHTSHINWEIS warnt vor méglichen Beschadigungen der Hardware oder vor Datenverlust und
zeigt, wie diese vermieden werden kénnen.

WARNUNG: Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefihrliche Situation hingewiesen, die zu Sachschaden,
Verletzungen oder zum Tod fiihren kann.
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© 2017 -2020 Dell Inc. oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell, EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder
entsprechenden Tochtergesellschaften. Andere Marken kdnnen Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.
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Technische Daten

Die technischen Daten und Umgebungsbedingungen fur Ihr System sind in diesem Abschnitt enthalten.
Themen:

*  Abmessungen des Dell EMC PowerEdge C6420-Schlittens
*  Gehdusegewicht

e  Prozessor — Technische Daten

. Unterstltzte Betriebssysteme

. Systembatterie

»  Erweiterungsbus — Technische Daten

e Arbeitsspeicher — Technische Daten

*  Technische Daten fur Laufwerke und Speicher

e Grafik — Technische Daten

*  Umgebungsbedingungen

Abmessungen des Dell EMC PowerEdge C6420-
Schlittens

>l Z »
TOP VIEW X
y
[] SIDE VIEW v Y
Abbildung 1. Abmessungen des PowerEdge C6420-Schlittens
Tabelle 1. Abmessungen des PowerEdge C6420-Schlittens
X Y z
174,4 mm (6,86 Zoll) 40,5 mm (1,59 Zoll) 574,565 mm ( 22,61 Zoll)
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Gehausegewicht

Tabelle 2. Gewicht des Gehauses mit den Einschiiben

System- Maximalgewicht (mit allen Schlitten und Laufwerken)
Systeme mit 12 x 3,5-Zoll- 43,62 kg (96,16 Ib)

Festplattenlaufwerken

Systeme ohne Ruckwandplatine 34,56 kg (76,19 Ib)

Prozessor — Technische Daten

Der Dell EMCPowerEdge C6420-Schlitten unterstitzt bis zu zwei Intel Xeon Scalable-Prozessoren in jedem der vier unabhangigen
Schlitten. Jeder Prozessor unterstutzt bis zu 28 Kerne.
@ ANMERKUNG: Der Fabric-Prozessor muss im Sockel von Prozessor 2 installiert sein, und zwar in einer gemischten Konfiguration

von Fabric- und Nicht-Fabric-Prozessoren.

Unterstutzte Betriebssysteme

Das Dell EMC PowerEdge C6420-System unterstitzt die folgenden Betriebssysteme:
Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server

Microsoft Windows Server mit Hyper-V

Canonical Ubuntu LTS

VMware ESXi

Citrix XenServer

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu den spezifischen Versionen und Ergdnzungen finden Sie unter https://www.dell.com/
support/home/drivers/supportedos/poweredge-c6420.

®

Systembatterie

Fdr den PowerEdge C6420-Einschub wird eine austauschbare Lithium-Knopfzellenbatterie des Typs CR 2032 mit 3 V verwendet.
@lANMERKUNG: In jedem der Schlitten befindet sich eine Systembatterie.

Erweiterungsbus - Technische Daten

Der Dell EMC PowerEdge C6420-Einschub unterstitzt vier PCle Gen3-konforme Steckplatze.

Tabelle 3. Erweiterungsbus - Technische Daten

PCle-Steckpldtze Beschreibung Bauweise

Zusatzkarten-PCle-Riser (x8) Steckplatz 1: PCle Gen3 (x8) von Prozessor | Benutzerdefinierter Formfaktor
1

Steckplatz 2: PCle Gen3 (x8) von

Prozessor 1 =0 ;
OCP-Zusatzkarten-Riser (x8 + x8) Sct)a‘cl’]Sars maﬁlgke r Open Compute Project
Steckplatz 3: PCle Gen3 (x8) von (OCP)-Formfaktor
Prozessor 1
PCle-Haupt-Riser (x16) Steckplatz 4: PCle Gen3-Prozessor 1 (x16) | Standardméaf3iger Low-Profile-PCle-
Formfaktor
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Tabelle 3. Erweiterungsbus - Technische Daten (fortgesetzt)

PCle-Steckplatze Beschreibung

Bauweise

Verdeckter PCle-Riser (x16)
Prozessor 2

Steckplatz 5: PCle Gen3 (x16) von

Benutzerdefinierter Formfaktor
@ ANMERKUNG: M.2-SATA-Riser wird
auf dem verdeckten Riser unterstiitzt.

Arbeitsspeicher — Technische Daten

Tabelle 4. Arbeitsspeicher — Technische Daten

. Einzelprozessor Zwei Prozessoren
Speichermodul DIMM- DIMM-
Sockel Typ | PMM-Rank | yopazitat RAM RAM RAM RAM
(Minimum) (Maximum) (Minimum) (Maximum)
Quad-Rank 64 GB 64 GB 512 GB 128 GB 1.024 GB
LRDIMM
Achtfach 128 GB 128 GB 1.024 GB 256 GB 2.048 GB
Sechzehn, 288- Single-Rank 8GB 8GB 64 GB 16 GB 128 GB
polig 16 GB 16 GB 128 GB 32GB 256 GB
RDIMM
Zweifach 32 GB 32 GB 256 GB 64 GB 512 GB
64 GB 64 GB 512 GB 128 GB 1.024 GB

@ ANMERKUNG: Der &ltere RDIMM-Arbeitsspeicher mit 32 GB Kapazitat, x4-Datenbreite und 8-Gbit-DRAM-Dichte kann innerhalb
derselben AMD EPYC™ Prozessoreinheit nicht mit dem neueren RDIMM-Arbeitsspeicher mit 32 GB Kapazitat, x8-Datenbreite und

16-Gbit-DRAM-Dichte kombiniert werden.

Technische Daten fur Laufwerke und Speicher

Der Dell EMC PowerEdge C6420-Schlitten unterstiitzt SAS- und SATA-Laufwerke und Solid-State-Laufwerke.

Tabelle 5. Unterstiitzte Laufwerksoptionen fiir den PowerEdge C6420-Schlitten

Maximale Anzahl von Laufwerken im Gehause

Maximale Anzahl von pro Schlitten zugewiesenen
Laufwerken

Systeme mit 12 3,5-Zoll-Laufwerken

Drei SAS- oder SATA-Laufwerke und -SSDs pro Schlitten

Systeme mit 24 2,5-Zoll-Laufwerken

Sechs SAS- oder SATA-Laufwerke und -SSDs pro Schlitten

Systeme mit 24 2,5-Zoll-Laufwerken mit NVMe

Die NVMe-Rickwandplatine unterstttzt eine der folgenden

Konfigurationen:

o /Zwei NVMe-Laufwerke und vier SAS- oder SATA-Laufwerke
und -SSDs pro Schlitten

e Sechs SAS- oder SATA-Laufwerke und -SSDs pro Schlitten

M.2-SATA-Laufwerk (optional)

Die unterstitzten Kapazitat der M.2 SATA-Karte betragt bis zu

240 GB.

@ ANMERKUNG: Die M.2-SATA-Karte kann auf dem x8-
Zusatzkarten-Riser (Steckplatz 1) oder dem x16-Riser-
Steckplatz (Steckplatz 5) installiert werden.

microSD-Karte (optional) fir das Starten (bis zu 64 GB)

Eine auf jedem PCle-Riser jedes einzelnen Schlittens
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Tabelle 6. Unterstiitzte RAID-Optionen mit M.2-SATA-Laufwerken

Optionen Ein M.2-SATA-Laufwerk ohne RAID Zwei M.2-SATA-Laufwerke mit
Hardware-RAID

Hardware-RAID Nein Ja

RAID-Modus k. A. RAID 1

Anzahl der unterstutzten Laufwerke 1 2

Unterstltzte Prozessoren

Prozessor 1

Prozessor 1 und Prozessor 2

Grafik — Technische Daten

Der Dell EMC PowerEdge C6420-Einschub unterstitzt eine integrierte Matrox G200-Grafikkarte mit 16 MB RAM.

Tabelle 7. Unterstiitzte Optionen fiir die Videoauflésung

Lésung Bildwiederholfrequenz (Hz) Farbtiefe (Bit)
1024 X 768 60 bis zu 24
1280 x 800 60 bis zu 24
1280 X 1024 60 bis zu 24
1360 x 768 60 bis zu 24
1440 X 900 60 bis zu 24

Umgebungsbedingungen

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zu den Umgebungsbedingungen des Systems.

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umweltzertifizierungen entnehmen Sie bitte dem Umweltdatenblatt des betreffenden
Produkts. Dieses finden Sie bei den Handbiichern und Dokumenten auf www.dell.com/poweredgemanuals.

Technische Daten fur Standardbetriebstemperatur

@ ANMERKUNG:
1. Nicht verfugbar: zeigt an, dass die Konfiguration nicht von Dell EMC angeboten wird.

2. Nicht unterstutzt: zeigt an, dass die Konfiguration thermisch nicht unterstitzt wird.

@ ANMERKUNG: Alle Komponenten, einschlief3lich der DIMMs, Kommunikationskarten, M.2-SATA- und PERC-Karten, kdnnen
mit einem ausreichenden thermischen Spielraum unterstttzt werden, wenn die Umgebungstemperatur der in diesen Tabellen
aufgefihrten maximalen durchgéngigen Betriebstemperatur entspricht oder unter dieser liegt (mit Ausnahme der Mellanox-Karte
[DP, LP] und Intel Rush Creek-Karte).

Tabelle 8. Technische Daten fiir Standardbetriebstemperatur

Standardbetriebstemperatur Technische Daten

10 ©C bis 35 ©C (50 °F bis 95 °F) ohne direkte
Sonneneinstrahlung auf das Gerat.

Temperaturbereiche (in einer Hohe tber NN von weniger als
950 m oder 3.117 Fuf3)

@ ANMERKUNG: Bei einigen Konfigurationen ist eine niedrigere Umgebungstemperatur erforderlich. Weitere Informationen finden Sie
in den folgenden Tabellen.
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Tabelle 9. Maximale durchgédngige Betriebstemperatur bei einer Nicht-Fabric-Konfiguration mit zwei

Prozessoren
Kein
Max 3,5-Zoll-Gehause 2,5-Zoll-Gehause Riickwandpla
Modell Speic-h tinengehduse
TDP des Modell des er/ 4 04 20 12 8 p
(W) Prozess | Kiihlkorpers _ _ X- X- X~ _ X=- X~ X-
ors Prozes| 12x- | B | Lauf | Lauf | Lauf | 18%" | Lauf | Lauf | Lauf A
sor erke | werke werk | werk | wer erke werk | werk | werk s
e e ke e e e
CPU: CPU:
8280 F%yjy' CSU|2' 20 21 21 21 21 30
V2DRD 8
CPU: CPU:
8280L Fl\(/l)l;/ljg/l | ngz 20 21 21 21 21 30
V2DRD 8 Nicht
: . ic
] ] ) Nicht | Nicht
vt | o1 |unterse| unter | unter | 58
205 W | 8280M cPU2: cru2: | atet tatzt | stUtzt ¢ 20 21 21 21 21 30
: : o o
V2DRD 8 (2 °C) (10) c (11) C (19 ©
C
CPUT. CPUT. )
8270 F’\é';,/ljlzvl | CSJZ 20 21 21 21 21 30
V2DRD 8
CPU: CPU:
8268 F’\é’;ﬁ’g\ﬂ | CSL|J2' 20 21 21 21 21 30
V2DRD 8
CPUT: CPUT: | Nicht U'\r']'fehrts m‘ig
200W | 6254 F'\ég/'j';" cgdz- ”Ettezrft wizt |staze| 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 30
i ' (14°C| (15 °
V2DRD 8 6 °C
(6 °C) ) )
CPU: CPU:
8276 J\g;l\t/ng/l | C§U|2- 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
8276L Jé@ﬁgﬂ | C§U|2' 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8
CPUT. CPUT
JYKMM | 8| . Nicht | Nicht
8276M CPUD: cpuz: | NN 1 nters | unter | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 [ 35 35
unterst | . )
165 W V2DRD 8 {itzt thtzt | stOtzt
5 (18eC| (19°
crut: | cput [(T°C)1) [ "y
8260 ‘JE@S';A | CSJZ 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
8260L Jé@gg/l | CFE’SL|J2' 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8
8260M J\?KP,\;J& | C:L|J1: 30 30 30 30 30 35 35
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Tabelle 9. Maximale durchgédngige Betriebstemperatur bei einer Nicht-Fabric-Konfiguration mit zwei
Prozessoren (fortgesetzt)

3,5-Zoll-Gehause

2,5-Zoll-Gehause

Kein
Riickwandpla

Max. N s
Modell - tinengehduse
TDP des | Modell des |SPeich T aae a0 o T o T a
(W) Prozess | Kiihlkorpers _ _ X- X- X~ _ X=- X~ X-
ors Prozes| 12x- | B | Lauf | Lauf | Lauf | 18%" | Lauf | Lauf | Lauf A
sor erke | werke werk | werk | wer erke werk | werk | werk i
e e ke e e e
CPU2: CPU2:
V2DRD 8
CPUT. CPUT.
JYKMM | 8]
8260C CPUD- CPU2- 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
JYKMM | 8
6252 CPUD: CPUD: 21 23 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
JYKMM | 8
6248 CPUD: CPUD: 21 23 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8
CPUT. CPUT.
JYKMM | 8|
6240 CPUD: cpu2: | Nicht 21 23 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8 unterst
150 W Utzt
CPUT. CPUT. (14 °C
JYKMM | 8| )
6242 CPUD: CPUD: 21 23 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8
CPUT. CPUT.
FMM2M | 6|
6244 CPUD: CPUD: 21 23 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8
CPUT. CPUT.
FMM2M | 6|
6240C CPUD- CPU2- 21 23 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
JYKMM | 8
6230 CPUD: CPUD: 25 30 30 30 30 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
JYKMM | 8
5220 CPUD: CPU: 25 30 30 30 30 35 35 35 35 35
V2DRD 8
125 W
CPUT. CPUT.
JYKMM | 8|
5218 CPUD: CPUD: 25 30 30 30 30 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPUT. CPUT.
JYKMM | 8
5218B CPUD: CPU2: 25 30 30 30 30 35 35 35 35 35
V2DRD 8
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Tabelle 9. Maximale durchgédngige Betriebstemperatur bei einer Nicht-Fabric-Konfiguration mit zwei
Prozessoren (fortgesetzt)

Kein
Max 3,5-Zoll-Gehause 2,5-Zoll-Gehause Riickwandpla
Modell s eic-h tinengehduse
TDP des Modell des ';r y p YL - . p
(W) Prozess | Kiihlkorpers _ _ X- X- X~ _ X=- X~ X-
ors Prozes| 12x- | B | Lauf | Lauf | Lauf | 18%" | Lauf | Lauf | Lauf A
sor erke | werke werk | werk | wer erke werk | werk | werk i
e e ke e e e
CPUT. CPUT.
JYKMM | 8|
8253 CPUD: CPUD: 25 30 30 30 30 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPUT: CPUT.
JYKMM | 8]
6238T CPUD- CPU2- 25 30 30 30 30 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
JYKMM | 8]
6230N CPUD: CPUD: 25 30 30 30 30 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
FMM2M | 6|
M5 W 5217 CPUD: CPUD: 25 30 30 30 30 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPUT. CPUT.
FMM2M | 6|
5218T CPUD: CPUD: 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPUT. CPUT.
FMM2M | 6|
5218N CPUD: CPUD: 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
105 W
CPUT. CPUT.
FMM2M | 6|
5222 CPUD: CPUD: 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPUT. CPUT.
FMM2M | 6|
8256 CPUD- CPU2- 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
JYKMM | 8
100 W 4216 CPUD: CPUD: 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
JYKMM | 8
5215 CPUD: CPUD: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
5215M CPUD: CPUD: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPUT. CPUT.
5215L JYKMM | 8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
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Tabelle 9. Maximale durchgédngige Betriebstemperatur bei einer Nicht-Fabric-Konfiguration mit zwei
Prozessoren (fortgesetzt)

Kein
Max 3,5-Zoll-Gehause 2,5-Zoll-Gehause Riickwandpla
Modell s eic-h tinengehduse
TDP des Modell des | “R®Y p YL - . p
(W) Prozess | Kiihlkorpers _ _ X- X- X~ _ X=- X~ X-
ors Prozes| 12x- | B | Lauf | Lauf | Lauf | 18%" | Lauf | Lauf | Lauf A
sor erke | werke werk | werk | wer erke werk | werk | werk i
e e ke e e e
CPU2: CPU2:
V2DRD 8
CPU1: CPU:
JYKMM | 8|
4215 CPUD: CPUD: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU1: CPU1:
JYKMM | 8|
4214 CPU2: CPU2: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU1: CPU1:
JYKMM | 8|
4214C CPU2: CPU2: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU1: CPU:
JYKMM | 8
4210 CPU2: CPU2: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU1: CPU:
JYKMM | 8
4208 CPUD: CPUD: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU1: CPU:
JYKMM | 8|
3204 CPUD: CPUD: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU1: CPU:
JYKMM | 8|
70W 4209T CPUD: CPUD: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
Tabelle 10. Maximale durchgédngige Betriebstemperatur bei einer Nicht-Fabric-Konfiguration mit einem
Prozessor
Kein
. " Riickwand
Modell Modell Ma_x. 3,5-Zoll-Gehause 2,5-Zoll-Gehause plat_i_nenge
Speich héduse
TOP (W) | pr 28 | amee, er/
rozessor | KUNKOrp | prozes | 12x- | 8x- | 4x- [ 24x- | 20x- | 16x- 12x- 8x- ax-
s ers sor Lauf | Lauf | Lauf | Lauf | Lauf | Lauf |, <%0 || “he || e k. A
werk | werk | werk | werk | werk | werk erke erke erke e
e e e e e e
8280 CPUT CPUL 6| 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M '
205 W 8280L CPUT CPUL 6| 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M '
8280M CPUT: CPUL 6| 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M '
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Tabelle 10. Maximale durchgangige Betriebstemperatur bei einer Nicht-Fabric-Konfiguration mit einem
Prozessor (fortgesetzt)

Kein
o " Riickwand
3,5-Zoll-Gehause 2,5-Zoll-Gehause .
Modell | Modell | M2 platinenge
TOP (W) | proaes | waimes, o ause
rozessor | KU ¥O'P | Prozes | 12x- | 8x- | 4x- |24x-| 20x- | 16x- [ oo | g 0 | ax.
s ers sor Lauf | Lauf | Lauf | Lauf | Lauf | Lauf Laufw | Laufw | Laufw k. A
werk | werk | werk | werk | werk | werk erke erke erke e
e e e e e e
CPU:
8270 EMIM2M CPUL 6| 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35
CPU:
8268 EMM2M CPUL 6| 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35
CPU:
200 W 6254 EMVIM2M CPUL 6| 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35
CPU:
6212U JYKMM CPUL 8| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU:
8276 JYKMM CPUL 8| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU:
8276L JYKMM CPUL 8| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU:
8276M JYKMM CPUL 8| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
165 W
8260 ngzlL\J/ﬂM CPUL: 8| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU1:
8260L JYKMM CPUL 8| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU:
8260M JYKMM CPUL 8| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU:
8260C JYKMM CPUL 8| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPUT:
6210U JYKMM CPUL 8| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU:
6252 JYKMM CPUL 8| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU: )
6248 JYKMM CPUL: 8| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU: )
1B0 W 6240 JYKMM CPUL 8| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU:
6242 JYKMM CPUL 8| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU:
6244 EMVIM2M CPUL 6| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU:
6240C EMIM2M CPUL 6| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU:
6230 JYKMM CPUL 8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
125W
5220 ngzlL\J/ﬂM CPUL8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

12
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Tabelle 10. Maximale durchgangige Betriebstemperatur bei einer Nicht-Fabric-Konfiguration mit einem
Prozessor (fortgesetzt)

Kein
o " Riickwand
Max. 3,5-Zoll-Gehause 2,5-Zoll-Gehause platinenge
Modell Modell . e
Speich hause
TOP (W) | proaes | waimes, er/
rozessor | KU ¥O'P | Prozes | 12x- | 8x- | 4x- |24x-| 20x- | 16x- [ oo | g 0 | ax.
s ers sor Lauf | Lauf | Lauf | Lauf | Lauf | Lauf Laufw | Laufw | Laufw k. A
werk | werk | werk | werk | werk | werk erke erke erke e
e e e e e e
CPU1: .
5218 JYKMM CPUT:8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPUT.
5218B JYKMM CPUT:8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
8253 CPUTL CPUL 8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
CPUT.
6238T JYKMM CPUL8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPUT.
6230N JYKMM CPUL:8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU:
Mo W 5217 EVIV2M CPUL: 6| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU:
5218T EVIMV2M CPUL: 6| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPUT.
5218N EMVIM2M CPUL: 6| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
105 W
CPUT. )
5222 EMVIM2M CPUL 6| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
8256 CPUT CPUL 6| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M '
CPUT.
100 W 4216 JYKMM CPU1:8| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
5215 CPUT. CPUT:8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
CPU:
5215M JYKMM CPUT:8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPUT.
52151 JYKMM CPUT:8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
4215 CPUTL CPUL 8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
CPUT.
85 W 4214 JYKMM CPUL 8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPUT.
4214C JYKMM CPU:8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
4210 CPUT. CPUT:8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
4208 CPUT. CPUT:8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
3204 CPUT. CPUT:8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM ’

Technische Daten
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Tabelle 10. Maximale durchgangige Betriebstemperatur bei einer Nicht-Fabric-Konfiguration mit einem
Prozessor (fortgesetzt)

Kein
o " Riickwand
Max. 3,5-Zoll-Gehause 2,5-Zoll-Gehause platinenge
Modell Modell . e
Speich hause
TOP (W) | proaes | waimes, er/
rozessor | KU ¥O'P | Prozes | 12x- | 8x- | 4x- |24x-| 20x- | 16x- [ oo | g 0 | ax.
s ers sor Lauf | Lauf | Lauf | Lauf | Lauf | Lauf Laufw | Laufw | Laufw k. A
werk | werk | werk | werk | werk | werk erke erke erke e
e e e e e e
70 W 4209T CPUT. CPUT:8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
Tabelle 11. Konfigurationsbeschrankungen mit der Mellanox Navi-Karte (2 Ports) mit aktiver (optischer)
Verbindungsfahigkeit
Kein
. " Riickwandp
3,5-Zoll-Gehause 2,5-Zoll-Gehéduse latinengehi
TDP (W) use
12 Laufwerk 4 24 16 4 k. A
e Laufwerke | Laufwerke | Laufwerke | Laufwerke | Laufwerke | Laufwerke s
205 W Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht 3
unterstitzt unterstutzt unterstitzt unterstutzt unterstitzt unterstutzt unterstitzt
200 W Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht 3
unterstutzt unterstutzt unterstltzt unterstutzt unterstitzt unterstutzt unterstitzt
Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht
73w unterstitzt unterstutzt unterstitzt unterstutzt unterstitzt 24 24 28
Nicht Nicht Nicht
165 W unterstitzt unterstutzt unterstitzt 24 25 25 26 29
Nicht Nicht Nicht
160w unterstitzt unterstutzt unterstitzt 24 25 26 26 50
Nicht Nicht Nicht
10 W unterstltzt unterstutzt unterstitzt 26 27 28 28 31
140 W Nicht 23 25 28 29 29 30 33
unterstltzt
135 W Nicht 24 25 29 30 30 31 33
unterstltzt
130 W NiCh.t. 24 26 30 31 31 31 34
unterstutzt
125 W 20 25 27 30 31 32 32 35
Mo W 21 27 28 32 33 34 34 >35
M3 W 21 27 28 32 33 34 34 >35
105 W 22 28 30 34 35 >35 >35 >35
85 W 23 32 33 >35 >35 >35 >35 >35
70 W 25 34 >35 >35 >35 >35 >35 >35

14
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Tabelle 12. Konfigurationsbeschrankungen mit der Intel Rush Creek-Karte

Kein
" " Riickwandp
3,5-Zoll-Gehause 2,5-Zoll-Gehause latinengehé
TDP (W) use
12 Laufwerk 8 4 24 16 8 4 k. A.
e Laufwerke | Laufwerke Laufwerke | Laufwerke | Laufwerke | Laufwerke
205 W Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht 20 20 23
unterstutzt unterstutzt unterstitzt unterstutzt unterstitzt
200 W Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht 21 21 24
unterstitzt unterstutzt unterstitzt unterstutzt unterstitzt
173 W Nicht Nicht Nicht 20 20 23 24 28
unterstitzt unterstutzt unterstitzt
165 W Nicht Nicht Nicht 22 22 24 25 29
unterstitzt unterstutzt unterstitzt
160 W Nicht Nicht Nicht 22 22 24 26 29
unterstltzt unterstutzt unterstitzt
150 W Nicht Nicht Nicht 24 24 26 27 30
unterstitzt unterstutzt unterstitzt
140 W Nicht Nicht Nicht 26 26 27 28 31
unterstutzt unterstutzt unterstitzt
135 W Nicht Nicht 20 26 26 28 29 32
unterstitzt unterstutzt
130 W Nicht Nicht 20 27 27 29 29 33
unterstitzt unterstutzt
125 W Nicht Nicht 21 28 28 30 30 33
unterstitzt unterstutzt
15W Nicht 21 23 29 31 31 32 34
unterstltzt
105 W 20 23 24 30 33 33 34 >35
85W 24 26 27 34 >35 >35 >35 >35
70 W 25 28 29 > 35 >35 >35 >35 >35
Tabelle 13. Konfigurationsbeschrankungen mit Intel NVMe-SSD-AIC P4800X
Kein
" " Riickwandp
3,5-Zoll-Gehause 2,5-Zoll-Gehause latinengehé
TDP (W) use
12 Laufwerk 4 24 16 4 k. A.
e Laufwerke | Laufwerke Laufwerke | Laufwerke | Laufwerke | Laufwerke
205 W Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht
unterstitzt unterstutzt unterstitzt unterstutzt unterstitzt unterstutzt unterstutzt unterstutzt
200 W Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht
unterstitzt unterstutzt unterstitzt unterstutzt unterstitzt unterstutzt unterstitzt unterstutzt
173 W Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht 20
unterstitzt unterstutzt unterstitzt unterstutzt unterstitzt unterstutzt unterstitzt
165 W Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht 20
unterstitzt unterstutzt unterstitzt unterstutzt unterstitzt unterstutzt unterstitzt
160 W Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht 25
unterstltzt unterstutzt unterstitzt unterstutzt unterstitzt unterstutzt unterstitzt

Technische Daten
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Tabelle 13. Konfigurationsbeschrankungen mit Intel NVMe-SSD-AIC P4800X (fortgesetzt)

Kein
. " Riickwandp
3,5-Zoll-Gehause 2,5-Zoll-Gehause latinengehé
TDP (W) use
12 Laufwerk 8 4 24 16 8 4 k. A.
e Laufwerke | Laufwerke Laufwerke | Laufwerke | Laufwerke | Laufwerke
150 W Nicht Nicht Nicht Nicht 20 20 20 25
unterstutzt unterstutzt unterstitzt unterstutzt
140 W Nicht Nicht Nicht 20 20 20 20 25
unterstitzt unterstutzt unterstitzt
135 W Nicht Nicht Nicht 20 20 20 20 25
unterstitzt unterstutzt unterstitzt
130 W Nicht Nicht Nicht 20 20 20 20 25
unterstitzt unterstutzt unterstitzt
125 W Nicht Nicht Nicht 20 25 25 25 30
unterstitzt unterstutzt unterstitzt
115 W Nicht Nicht Nicht 25 25 25 25 30
unterstitzt unterstutzt unterstitzt
105 W Nicht Nicht Nicht 25 25 25 25 30
unterstutzt unterstutzt unterstitzt
85 W Nicht Nicht Nicht 30 30 30 30 > 35
unterstitzt unterstutzt unterstitzt
70 W Nicht Nicht Nicht > 35 >35 >35 >35 >35
unterstitzt unterstutzt unterstitzt

Erweiterte Betriebstemperatur — Technische Daten

Tabelle 14. Erweiterte Betriebstemperatur

Erweiterte Betriebstemperatur

Technische Daten

Dauerbetrieb

5 ©C bis 40 ©C bei 5 % bis 85 % relativer Luftfeuchtigkeit und

einem maximalen Taupunkt von 29 °C.

@ ANMERKUNG: Auf3erhalb der Standardbetriebstemperatur
(10 ©C bis 35 ©C) kann das System fortlaufend bei
Temperaturen von nur 5 ©C bis zu 40 °C betrieben werden.

Bei Temperaturen zwischen 35 ©C und 40 ©C verringert sich die
maximal zulassige Temperatur oberhalb von 950 m um 1 ©C je 175
m (1 °F je 319 Fuf3).

< 1% der jahrlichen Betriebsstunden

—5 ©C bhis 45 °C bei 5 % bis 90% relativer Luftfeuchtigkeit und

einem maximalen Taupunkt von 29 °C.

@ ANMERKUNG: Auf3erhalb der Standardbetriebstemperatur
(10 ©C bis 35 ©C) kann das System fur maximal 1 % seiner
jahrlichen Betriebsstunden bei nur —5 ©C bis 45°C arbeiten.

Bei Temperaturen zwischen 40 ©C und 45 ©C verringert sich die
maximal zuldssige Temperatur oberhalb von 950 m um 1 ©C je 125
m (1 °F je 228 FuB).

®| ANMERKUNG: Der Betrieb im erweiterten Temperaturbereich kann die Systemleistung beeinflussen.

®

16 Technische Daten
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Herabstufung der Betriebstemperatur — Technische Daten

Tabelle 15. Betriebstemperatur

Herabstufung der Betriebstemperatur

Technische Daten

< 35 °C (95 °F)

Maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/300 m
(1 ©°F/547 Fuf3) oberhalb von 950 m (3.117 Fuf).

35 °C bis 40 °C (95 ©F bis 104 °F)

Die maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/175 m
(1 °F/319 Fuf3) oberhalb von 950 m (3.117 Fuf3).

> 45 °C (113 °F)

Maximale Temperatur verringert sich um 1°C/125 m
(1 °F/228 Fuf3) oberhalb von 950 m (3.117 Fuf3).

Relative Luftfeuchtigkeit — Technische Daten

Tabelle 16. Relative Luftfeuchtigkeit — Technische Daten

Relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten

Speicher

5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (RL) bei einem max.
Taupunkt von 33 ©C (91 °F). Die Atmosphéare muss jederzeit nicht
kondensierend sein.

Wahrend des Betriebs

10 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit bei einem maximalem
Taupunkt von 29 ©C (84,2 °F).

Temperatur — Technische Daten

Tabelle 17. Temperatur — Technische Daten

Temperatur

Technische Daten

Speicher

-40 °C bis 65 °C (-40 °F bis 149 °F)

Dauerbetrieb (fur Héhen unter 950 m oder 3.117 Fuf3)

10 ©C bis 35 ©C (50° F bis -95° F) ohne direkte
Sonneneinstrahlung auf das Gerét.

Frischluft

Informationen zur Frischluftkihlung finden Sie im
Abschnitt "Expanded Operating Temperature" (Erweiterte
Betriebstemperatur).

Maximaler Temperaturgradient (Betrieb und Lagerung)

20 °C/h (68°F/h)

@ ANMERKUNG: Bei einigen Konfigurationen ist eine niedrigere Umgebungstemperatur erforderlich. Weitere Informationen finden Sie

unter Technische Daten fur Standardbetriebstemperatur.

Temperaturbeschrankungen

Tabelle 18. Matrix fiir thermische Einschrankungen fiir Systeme mit zwei Prozessoren

Maximale Einlasstemperatur bei Dauerbetrieb (°C)

3,5-Zoll-Gehause

2,5-Zoll-Gehause Gehau
se

ohne
BP
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Tabelle 18. Matrix fiir thermische Einschrankungen fiir Systeme mit zwei Prozessoren (fortgesetzt)

Maximale Einlasstemperatur bei Dauerbetrieb (°C)

TDP-
Watt

Proze
ssorn

DPN
der
CPU-
Kiihlk
orper

Max.
Anza
hl
DIMM
-Stec
kplat
ze

12
Festp
latten
laufw

erke

8
Festp
latten
laufw

erke

4
Festp
latten
laufw
erke

24
Festpl
attenla
ufwerk
e

20 HD
Ds

16
Festpl
attenla
ufwerk
e

12
Festpl
attenla
ufwerk
e

8
Festpl
attenla
ufwerk
e

4
Festpl
attenla
ufwerk
e

k. A.

165W

6238R

CPU:

ChuU2:

CPU:
81
CPU2:

Nicht unterstitzt

30

30

30

30

30

35

35

6240R

CPU:

CPU2:

CPU1:
8|
CPU2:

150W

6230R

CPUT:

CPU2:

CPU1:
8|
CPU2:

6226R

CPU1:

CPU2:

CPUT
8|
CPU2:

6208

CPU

ChU2:

CPU:
81
CPU2:

150W

5220

CPU:

ChuU2:

CPU:
8|
CPU2:

130 W

4215R

CPU:

ChuU2:

CPU:
81
CPU2:

Nicht
unters
tatzt

Nicht
unterstitzt

30

30

30

30

30

35

35

21

23

30

30

30

30

30

35

35

21

23

30

30

30

30

30

35

35

21

23

30

30

30

30

30

35

35

21

23

30

30

30

30

30

35

35

25

25

30

30

35

35

35

35

35

125W

5218R

CPU:

CPU2:

CPU1:
8|
CPU2:

25

30

30

30

30

35

35

35

35

35

100 W

42149R

CPUT:

CPU2:

CPU1:
8|
CPU2:

30

35

35

35

35

35

35

35

35

35

4210R

CPU1:
8|

CPU2:

CPUT
8|
CPU2:

30

35

35

35

35

35

35

35

35

95 W

42107

CPU:

ChU2:

CPU:
81
CPU2:

30

35

35

35

35

35

35

35

35

35

18

Technische Daten




Tabelle 18. Matrix fiir thermische Einschrankungen fiir Systeme mit zwei Prozessoren (fortgesetzt)

Maximale Einlasstemperatur bei Dauerbetrieb (°C)

85 W [3206R | CPUT: | CPU: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
I 8]
CPU2: | CPU2:
8
Tabelle 19. Matrix fiir thermische Einschrankungen fiir Systeme mit einem Prozessor
Maximale Einlasstemperatur bei Dauerbetrieb (°C)
3,5-Z0ll-Gehause 2,5-Z0ll-Gehause Gehaus
e ohne
BP
TDP- | Prozess| DPN Max. 12 8 4 24 20 HDD 16 12 8 4 k. A.
Watt ornr. der Anzahl | Festpla | Festpla | Festpla | Festpla S Festpla | Festpla | Festpla | Festpla
CPU- | DIMM- | ttenlauf | ttenlauf | ttenlauf | ttenlauf ttenlauf | ttenlauf | ttenlauf | ttenlauf
Kuhlkor | Steckpl | werke | werke | werke | werke werke | werke | werke | werke
per atze
165W | 6238R | CPU1:| | CPU1: 8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: | | CPU2:
8
6240R | CPU1:| | CPU1: 8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: || CPU2:
8
150W | 6230R | CPUT| | CPUT: 8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: | | CPU2:
8
6226R | CPUT:| | CPUT: 8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: | | CPU2:
8
6208U | CPU1:| | CPU1: 8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: | | CPU2:
8
5220R | CPUT| | CPUTL: 8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: | | CPU2:
8
130 W | 4215R | CPU1:| | CPU1: 8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: | | CPU2:
8
125W | 5218R | CPU1:| | CPU1: 8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: | | CPU2:
8
100W | 4214R | CPU%L| | CPU1: 8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: | | CPU2:
8
4210R | CPU1:| | CPU1: 8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: | | CPU2:
8
95 W [ 4210T | CPU%L| | CPUT: 8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: | | CPU2:
8
85 W [ 3206R | CPUTL| | CPU: 8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: | | CPU2:
8

Technische Daten
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Partikel- und gasformige Verschmutzung - Technische Daten

Tabelle 20. Partikelverschmutzung — Technische Daten

Partikelverschmutzung Technische Daten

Luftfilterung Rechenzentrum-Luftfilterung gemaf ISO
Klasse 8 pro ISO 14644-1 mit einer oberen
Konfidenzgrenze von 95 %.

@ ANMERKUNG: Diese Bedingung gilt nur fur Rechenzentrumsumgebungen. Luftfilterungsanforderungen beziehen sich nicht auf
IT-Geréte, die fur die Verwendung auf3erhalb eines Rechenzentrums, z. B. in einem Buro oder in einer Werkhalle, konzipiert sind.

@l ANMERKUNG: Die ins Rechenzentrum eintretende Luft muss Uber MERV11- oder MERV13-Filterung verfugen.

Leitfahiger Staub Luft muss frei von leitfahigem Staub,
Zinknadeln oder anderen leitfahigen
Partikeln sein.

@l ANMERKUNG: Diese Bedingung bezieht sich auf Rechenzentrums- sowie Nicht-Rechenzentrums-Umgebungen.

Korrosiver Staub Luft muss frei von korrosivem Staub sein

Der in der Luft vorhandene Reststaub muss Uber einen Deliqueszenzpunkt von weniger als 60 % relativer Feuchtigkeit verflgen.

@l ANMERKUNG: Diese Bedingung bezieht sich auf Rechenzentrums- sowie Nicht-Rechenzentrums-Umgebungen.

Tabelle 21. Gasférmige Verschmutzung - Technische Daten

Gasformige Verschmutzung Technische Daten
Kupfer-Kupon-Korrosionsrate < 300 A/Monat pro Klasse G1 gemaf3 ANSI/ISA71.04-2013.
Silber-Kupon-Korrosionsrate < 200 A/Monat pro Klasse G1 gemaf3 ANSI/ISA71.04-2013.

@l ANMERKUNG: Maximale korrosive Luftverschmutzungsklasse, gemessen bei <50 % relativer Luftfeuchtigkeit.

Zulassige Erschiitterung - Technische Daten

Tabelle 22. Zuldssige Erschiitterung — Technische Daten

Zulassige Erschiitterung Technische Daten

Wahrend des Betriebs 0,26 G/ms bei 5 Hz bis 350 Hz (alle Betriebsrichtungen)

Speicher 1,88 Grms bei 10 Hz bis 500 Hz Gber 15 Min. (alle sechs Seiten
getestet).

Zulassige Stof3einwirkung - Technische Daten

Tabelle 23. Zulassige Stof3einwirkung — Technische Daten

Zulassige Stof3einwirkung Technische Daten

Wéhrend des Betriebs 24 Stofiimpulse mit 6 G auf der positiven und negativen X-, Y-,
Z-Achse fur bis zu 11 ms (vier Impulse auf jeder Seite des Systems)

Speicher Sechs aufeinander folgende Stof3impulse mit 71 G auf den positiven
und negativen X-, Y-, Z-Achsen fir bis zu 2 ms (ein Impuls auf
jeder Seite des Systems)
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Maximale Hohe - Technische Daten

Tabelle 24. Maximale Hohe — Technische Daten

Maximale Hohe liber NN Technische Daten
Wahrend des Betriebs 3048 m (10.000 Fuf3)
Speicher 12.000 m (39.370 FuB3)

Betrieb mit Frischluftkiihlung

Beschrankungen beim Betrieb mit Frischluftkdhlung

Prozessoren mit einer TDP von mehr als 105 W werden nicht unterstitzt
UnterstUtzung fir Prozessoren mit 85 W und weniger ohne PERC-Einschréankungen
Die Konfiguration mit 3,5-Zoll-Laufwerken wird nicht untersttitzt

Fir den Prozessor im CPU1-Sockel ist ein 114-mm-Kuhlkdrper erforderlich
Kerby-Flat OCP wird nicht unterstitzt

M.2-Karte im DCS-Zusatzkartensteckplatz wird nicht unterstitzt.

NVMe-SSD wird nicht unterstitzt.

AEP-DIMM und LRDIMM werden nicht unterstitzt.

PCle-Karten Uber 25 W werden nicht unterstttzt.

PERC H730 und H330 unterstutzen Prozessoren mit 105 W

Keine PERC-Einschrankungen fur Prozessoren mit einer TDP von 85 W oder weniger

Technische Daten
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